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证券代码：002005         证券简称：德豪润达           编号：2017—45 

 

广东德豪润达电气股份有限公司 

关于非公开发行股票会后承诺相关事项的提示性公告 

 

 

 

 

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已

于 2016 年 12 月 7 日通过了中国证监会发审委审核。近日，公司向中国证监会报

送了《关于非公开发行股票会后事项的承诺函》，现将承诺函中公司业绩季节性波

动风险对本次非公开发行股票募投项目的影响公告如下： 

1、季节性因素影响公司业绩波动 

公司一季度的业绩状况与行业经营特点和公司运营实际相符，一季度为行业

的产销淡季，该季度销售收入占全年销售比重较低；加之春节放假，工厂停工等

因素使得一季度的产能利用率相对较低，公司产品承担的固定成本较高，因此一

季度高成本的产品拉高了整体的产品销售成本，使得产品毛利率相对较低。公司

2015 年一季度、2016 年一季度以及 2017 年一季度的经营情况如下： 

单位：万元 

项  目 2017 年一季度 2016 年一季度 2015 年一季度 

营业收入 84,642.58 77,965.77 81,423.58 

归属于上市公司股东的净利润 -8,657.81 -8,862.49 -9,329.23 

归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润 
-10,269.99 -12,070.44 -12,159.98 

随着后续季度销售旺季的到来，公司的产能利用率将逐步回升，公司的固定

成本将能得到更为合理的分摊，公司产品的毛利率将会逐步提升，预计 2017 年上

半年，公司将会扭亏为盈。公司在 2017 年第一季度报告中预计 2017 年上半年归

属于上市公司股东的净利润为 1,200 万元—2,000 万元，与上年同期基本持平。 

2、一季度业绩亏损不会对公司本次募投项目构成重大不利影响 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 
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（1）公司本次募集资金投资项目和公司现有产品分属不同的工艺技术路线 

公司本次募集资金将投资于倒装芯片的生产环节及倒装芯片相应的芯片级封

装环节。本次募投项目与公司现有 LED 产业链的关系如下图所示： 

 

注：黄色区域内的环节为本次募投项目拟投资的环节。 

由上图可见，倒装芯片及芯片级封装与现有正装芯片及封装在 LED 产业链上

分属不同的技术和工艺路线，其上游均为外延片产品，下游均为照明等应用产品，

但是在下游应用产品中，倒装芯片及芯片级封装的应用领域更为广泛。 

倒装芯片及芯片级封装产品相比于正装芯片及封装产品技术门槛更高，性能

更加优异，可靠性更高；同时由于芯片级封装减少了金线和支架，生产成本更低；

此外，倒装芯片及芯片级封装产品凭借其大功率、高光通量、高可靠性的优势，

可应用于正装芯片及其封装无法胜任或者不具有经济性的领域，如户外照明、汽

车照明、工业照明、手机及相机闪光灯等高端领域，较正装芯片及封装产品应用

领域更为广泛。 

（2）本次募集资金投资项目实施将有利于匹配公司产业链，提升现有资产的

使用效率 

与正装芯片相同，倒装芯片的上游环节也是外延生长。目前公司的 MOCVD

产能尚未充分利用，而正装芯片竞争异常激烈，新增倒装芯片的产能可以更有效

地匹配产业链前端的 MOCVD 产能，提升 MOCVD 设备的使用效率。另一方面，

倒装芯片及其封装可以有效降低下游应用产品的成本，提升应用产品的竞争力，

也将提高公司下游应用产品的产能利用率，更好地匹配下游应用产品的产能，提
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升公司整体的产能利用率和现有资产的使用效率。 

（3）公司倒装芯片及相关产品尚未实现产业化，但已经积累大量优质客户 

公司自主研发的 LED 倒装芯片于 2014 年度开始投放市场，2015 年和 2016 年

实现小规模生产并销售，取得良好市场反应和客户认可，但由于项目所需资金尚

未到位，未实现产业化生产。公司倒装芯片主要为高亮度，中、大功率产品，其

下游应用主要为室外照明、工业照明、汽车灯以及手机闪光灯等领域。公司凭借

倒装芯片的技术优势和价格优势，在手机闪光灯、汽车照明以及户外照明等领域

储备了大量新的优质客户，包括魅族、联想和中兴等手机厂商或其方案商，雪莱

特（002076）、佛山照明（000541）等汽车照明厂商，该部分客户与公司目前的正

装芯片客户重叠度较小，发行人为开展倒装芯片业务进行了充分的客户储备。 

综上，公司一季度业绩亏损主要由于季节性因素影响，产销旺季到来将提升

公司产能利用率、提高产品毛利率，上半年有望保持盈利。另一方面，公司募集

资金投资项目与公司现有产品分属于不同的工艺技术路线，是对现有产品技术的

转型升级。目前公司倒装芯片及产品尚未实现大规模产业化生产，随着本次非公

开发行募集资金投资项目的实施，将有利于完善公司LED产业链，提升现有资产

的使用效率，进一步提高公司的整体竞争力。 

特此公告。 

 

 

                                  广东德豪润达电气股份有限公司董事会 

                                   二○一七年五月十二日 




